
O u r  F l a g s h i p  

半導体用フォトレジストで世界トップシェア
創業以来の経営理念である「技術のたゆまざる研鑽」「製品の高度化」を愚直に追求し続けてきた結果、
東京応化は、半導体の製造に欠かせない感光性材料である「フォトレジスト」の世界No.1メーカーとなっ
ています。半導体製造工程において、東京応化のフォトレジストが提供する機能や性能、コアバリュー等
を解説します。

半導体製造「後工程」半導体製造「前工程」

顧客ごと、プロセスごとに異なる
ニーズや要求水準に対し、
ファインチューニングした
オーダーメイドのフォトレジストを
スピーディに提供する「力」
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*1  EUV、ArF、KrF、g線・i線用フォトレジストの
2020年の見込み出荷数量ベース（富士キメラ
総研『2020 先端／注目半導体関連市場の
現状と将来展望』を基に当社算出）

東京応化の半導体用フォトレジスト事業

お客様の
価値創造プロセスの起点
東京応化のフォトレジストは、インプットとして
お客様の価値創造プロセスの起点となり、品質
や歩留りといった「お客様のアウトプットの質」を
大きく左右するという独特の影響力を持ちます。
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エッチング耐性

純度

解像性

基板密着性

物質安全性

ラフネス*

プロセス適合性

コスト

*回路線幅のゆらぎ

半導体用フォトレジストの
付加価値構成ファクター

東京応化のコアバリュー

シリコン基板の上に集績回路を作り込み、半導体チップを作る工程。
フォトレジストのエッチング耐性を活かします。

半導体チップを個々に切り出して、各種パッケージに封入する工程。
フォトレジストの厚膜形成能力等を活かします。
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⑨集積回路が完成
ウエハ上に、微細加工技術に
よって作られた多数の 
集積回路が完成

完成した
集積回路
の断面図

⑧集積回路を形成
①～⑦の工程を繰り返して 

集積回路を形成

⑦絶縁膜や配線の形成
アルミニウムや銅で
配線を形成

配線

絶縁膜

⑥半導体領域の形成
不純物拡散剤を塗布後、
高温で焼成して、 
半導体領域を形成

⑤フォトレジスト除去
不要となった

フォトレジストを除去

④エッチング
フォトレジストパターンを
保護膜として、フォトレジスト
のない部分をエッチング

③現像
フォトレジストパターンを形成

フォトレジストに
よるパターン例

②露光
フォトマスク（設計図）を
フォトレジストに転写

①フォトレジストの塗布
感光性材料である 
フォトレジストを塗布

フォトレジスト

シリコンウエハ
（ウエハ）

酸化膜

断面図

⑩ウエハを切断
チップサイズに 
ウエハを切断

半導体
製造
フロー

半導体チップ完成
切断したウエハの 
一つひとつが 
ICチップに

半導体製造工程における当社製品
の詳細な用途については、当社
Webサイトもご参照ください。
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Our Strength
半導体製造の「前工程」と「後工程」の双方で、成長 ドライバーとなるフォトレジストを提供

小型・軽薄・高性能化に貢献するワイヤレスボンディング
金属細線ワイヤを使わず、ICチップの下部にバンプと呼ばれる突起状の接続端子を並べて、直接、プリント基板と接触させることで通
電させる方法です。ワイヤ接続のスペースが省かれることで、ICチップとプリント基板を直接接続することにより接続距離が短くなり、
半導体パッケージの小型・軽薄・高性能化に貢献します。　 

ワイヤレスボンディング

ICチップ

電極

バンプ

プリント基板 めっき処理レジスト
パターニング

バンプ形成工程

レジスト剥離熱でめっきを溶
かし、基板に接合

めっき

ポジ型フォトレジスト

TOKの製品が
使われています




